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RESUMEN DE LA DESCRIPCION
Disoluciones é4cidas para desgalvanigzar selectiva-

mente estafio o eleaciones de estafio-plomo a partir de subs-
tratos de cobre que comprenden una disolucién acuosa de al
menos un compuesto aromético nitro-sustituido; un dcido inor-
génico capaz de reaccionar ficilmente con estafio y plomo para
formar sales hidrosolubles de los mismos e incapaz de reaccio-
nar con estafio y plomo para formar una pelicula compuesta
hidroinsoluble sobre la superficie del estafio o aleacidn de
estafio~plomo, preferiblemente dcido fluobérico; una tiourea;
un 4cido orgénico de la fdérmula RCOOH en la que R es 1-2C
alkilo o hidrdégeno; y un &cido haloacético en el que el haléd-
geno es clero o bromo, EL 4cido haloacético en combinacidn
con el 4cido de la férmula RCOOH resulfan en un sinergismo
pronunciado al acelerar la velocidad de desgalvenizar el de-
pdsito de estafio o aleacidén de estafio-plomo a partir del subs-
trato de cobre.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

1« Compo_de.la Invencién

Esta invencidén se refiere a desgalvanizar estafio o
aleaciones de estafio-plomo a partir de substratos de cobre,
y més particularmente a composiciones y método nuevos y mejo-
rados para desgelvanizer sclectivamente estafio o aleaciones
de estafio-plomo a partir de substratos de cobre.
2. Descripeidn de la técnica anterior

La Patente de Estados Unidos 2.677.9498 concedida

& Brindisiy otms describe y reivindica disoluciones édcidas
para desgalvanizar selectivamente estafio o eleaciones de es-
tafio-plomo a partir de substratos de cobre. Tales disolucio-

nes son disoluciones acucsas que compronden wn compuesto aro-



-y,

10

15

20

25

30

mético nitro-sustituide que tiene uno o més grupos --NO2 uni-
dos al anillo aromdtico y un sustituyente hidrosolubilizante

unido también al anillo aromdtico, un 4cido inorgénico ca-

‘paz de reaccionar con estafio ¥ plomo para formar sales hidro-

solubles de los mismos, por ejemplo, un 4cido inorgénico
que contiene fldor, por ejemplo, dcido fluobdrico o dcido
fluosilfcico, una tiourea, por ejemplo, tiourea per se,
para evitar re-deposicidn de estafio desgalvanizado sobre el
cobre, y como acelerador un 4cido de la férmula RCOOH en la
que R es 1-2C alkilo o un dtomo de hidrdgeno. Aunque estas
disoluciones desgalvanigzadoras dan buenos resultados 2l des-
galvanizar o disolver el estaiio o aleacidn de estafio-plomo
a partir del substrato de cobre sin ningin atagque sustancial
del cobre, las disoluciones dan luger a mejora desde el pun-
to de vista de la velocidad de desgalvanigzacidén., Un deside-
ratum es que las disoluciones desgalvanizadoras tengan una
velocidad de desgalvanizacién mayor o més répida sin ningin
ataque sustancial o significativo sobre las superficiss de
cobre, y evitando al mismo tiempo re-deposicién de estafio
desgalvanizado sobre la superficie de cobre,
BREVE RESUMEN DE LA INVENCION

Se ha encontrado ahora, segin la presente inven-
cién, que un desgalvanizacién mejorada sinérgicamente, con-
siderablemente mds rdpida del estafio o aleacidn de estafio-

plomo a partir del substrato de cobre se obtiene, introdu-

‘ciendo en la disolucidén desgalvanizadora acuosa decida de la

Patente de Estados Unidos 3.677.949 antes mencionada una
cantidad efectiva de un 4cido haloacético en el que el halo
eg cloro o bromo. El 4cido haloacdtico en combinacidn con el

deido de la férmula RCOOH en la que R es 1-2C alkilo o hidrdé-
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geno resulte en un sinergismo pronunciado al acelersar la
velocidad de desgelvanizar el estafio o aleacién de estafio-
plomo a partir del substrato de cobre, resultando en una
desgalvanizacién considerablemente més acelerada o mds répi-
da del estafio o aleacidn de estafio-plomo a partir de la
sustancia de cobre que cuando se usa cualguiera de los dos
4cidos s0los en la disolucidén desgalvanizadora. '

Los écidos haloacéticos utilizables en la presente
invencidén son el 4cido mono-, di- y tricloroacético y el dci-
do mono-, di- y tribromoacético. Mezclas de dos ¢ mds de
tales 4cidos haloacéticos también pueden utilizarse en la
presente invencidn.

El constituyente compuesto aromdtico nitro-susti-
tuido que tiene uno o més grupos ---NO2 unidos a un carbono o
carbonos de anillo de benceno y el sustituyente hidrosolubi-
lizente unido también al anillo de benceno se ejemplifica por
Scidos sulfénicos de o-, m~ y p-nitrobencenc y mezclus de
los mismos; dcidos 0-, m- ¥y p-nitrobenzoicos y mezclus de
los mismos; o-, m~ y p-nitroclorobencenos y mezclas de los
mismos; o-, m— y p-nitroanilinas y mezclas de las mismas y
0~, m~ ¥y p-nitrofenoles y mezclas de los mismos. Otros com-
puestos aromdticos nitro-sustituidos adecuados para uso se~-
gin esta invencidn son los descritos en la Patente de Esta-
dos Unidos 2.649,361 concedida a Springer y Meyer y en la
Patente de Estados Unidos 2.698.781 concedida a Meyer.

Cualquier dcido inorgdnico capaz de reaccionar féd-
cilmente con estafio y plomo para formar sales hidrosolubles
¥y que es incapaz de formar una pelicula compuesta hidroin~
gsoluble sobre el estafio o ealeacildn de estafic~plomo que se

desgalvanize por reaccidn con el estatio y/o plomo puede uti-
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vencidn, EBjemplos de tales constituyentes fcidos inorgédnicos
son un dcido inorgdnico que contiene fidor, por ejemplo,
deido fluobdrico y deido fluosilfcico; y 4eido sulfémico.

EL constituyente de tiourea se ejemplifica por
tioura per se; alkilo més bajo, es decir, 1-4C alkilo, ‘
tioureas, por ejemplo, 1,3-dimetil-2-tiourea, 1,3 dietil-2-
tiourea, 1,3~dipropil-2-tiourea, y tioureas arflicas, por
ejemplo, tiourea de fenilo,

El constituyente de tiourea es esencisl en las di-
gsoluciones desgalvanizadoras de esta invencién para evitar
re~deposicién de estafio desgalvanizado sobre el cobre,

Es esencial evitar formacidn de una pelfcula hidro-
insoluble sobre la superficie del estafio o aleacidn d> es-
tafio-plomo que se desgalvaniza, en tanto en cuanto que la
formacidn de tal pelicula insoluble evitard desgalvanizacidn
del estafio o aleacién de estafio-plomo. Por esta razdn el cons-
tituyente dcido inorgdnico del baflo de desgalvanizacidn de
la presente invencidn, que es capaz de reaccionar fécilmente
con estafio y plomo para formar sales hidrosolubles, también
deberfa ser incapaz de formar una pelfcula compuesta hidro-
insoluble sobre la superficie del estafio, o aleacién de
estafio~-plomo bajo las condiciones de la desgalvanizacidn, al
menos, por reaccidn con el esteafio y plomo,

El método de desgalvanizacién de la invencidn im-
plica contactar el depdsito de estalfio o aleacidn de estafio-
plomo sobre el substrato de cobre con la disolucidn acuose
dcida que comprende el 4cido haloacético, el compuesto aro-
mdtico nitro-sustituide, el dcido inorgdnico capaz de reac-

cionar fdcilmente coir eshafio y plome para formar sales hidro-
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solubles de los mismos e incapaz de reaccionar con estafio ¥
plomo para formar una pelicula compuesta hidroinsoluble so-
bre la superficie metdlica, la tiourea y el compuesto de la
férmula RCOOH en la que R es wn alkilo méds bajo, por ejemplo,
metilo o propilo, radical o dtomo de hidrégeno; y continuaf
el contacto del estafio o aleacidn de estefio~plomo scbre el
substrato de cobre hasta que el estafio o aleacidn de estafio-
plomo se disuelve selectivamente & partir de la superficie

de substrato de cobre. :

.El contacto del estafio o aleacidn de estafio-plomo
sobre el cobre con la disolucidn desgalvanizadora 4cida se
hace usualmente por inmersidén del estafio o aleacidn de
estafio-plomo en la disolucidn o befic desgalvanizador. Gin
embargo, cualquier otra forma adecuads de contactar ¢l esta-
flo o aleacidén de estafio~plomo con la disolucidén desgalvaniza-
dora puede utilizarse.

El 4cido orgdnico de la férmula antes mencionada
RCOOH en la que R tiene el significado antes citado se utiliza
en las disoluciones desgalvanizadoras dcidas de la presente
invencidén para acelerar la velocidad de remocidn desgelvani-
zadora del estafio o aleacién de estafio~-plomo a partir del
substrato de cobre. Tal dcido se utiliza en la disolucién
desgalvanizadora en una cantidad efectiva, suficiente para
acelerar la remocién desgalvanizadors del estafio o sleacién
de estafio-plomo a partir del subsirato de cobre.

Las disoluciones-desgalvanizadoras de esta inven-
cién contienen usualmente los constituyentes en proporciones
dentro de las siguientes gamas de proporcién:

Compucsto aromdtico nitro-sustituido que fiene uno

o més grupes ~NO, unidos &l miclec de anillo aro-
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mético y un grupo hidrosolubilizante unido tam-
bién al anillo aromdtico, por ejemplo, sulfonato

de m-nitrobenceno de SOdiOo-oooaoooooO,1“180 g/l;

Acido inorgénico capaz de reaccionar con estafio
¥ plomo para formar sales hidrosolubles de los
mismos e incapaz de reaccionar con estafio y plomo
para formar sales hidroinsolubles de los mismos,

por ejemplo; éCido flUObdrico'0000000003-500‘g/l;

Una tiourea, por ejemplo, une tiourea per

Se.tlool.'ocoocoonncocoo-ooono-cooon.0,1-220 g/l;

Acido haloacético en el que el halo es cloro
o bromo, por ejemplo, dcido tricloroacé-

tiCOuersronssvrassncscsssessesesssnssscse =120 g/l;
Aguaah.oovoo00ooo.tuoco.onocooolooooooo10~990 g/i;

Acido orgénico de la férmula RCOOH en la que
R es 1-2C alkilo o hidrdégeno, por ejemplo, dci-
30 FOrmicOsevesessosssssscssssrsssnneesel=120 g/l;

La presente invencidén puede utilizarse para des-
galvenizar depésitos de soldadura o aleacidn de estafio o
estafio~-plomo a partir de cualquier substrato o superficie de
cobre para cualquier finalidad deseada., Esta invencidn se
adapta muy eminentemente para desgalvenizer selectivemente
los depdsitos o capa de soldadura de aleaccidn de estafio-

plomo a partir de las lenglietas o Gedos de convacto de borde
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con superficie de cobre en la preparacién de cuadros de
circuito impreso de este tipo.

" Bn la realizacién del método de esta invencidén paré
desgalvenizar selectivamente los depdsitos de soldadura de
aleacién binaria de estafio-plomo a partir de lengiletas o

dedos de contacto en la preparacidén de cuadros de circuito

impreso como se describe en la Patente de Estados Unidos

3.677.949 de Brindisi y otras, el método implica contactar los

‘depdsitos de aleacidn binaria de estafio~plomo de las len-

gletas de contacto en el que cada una de las lengletzs tiene
el depésito de soldadura de aleacidn binaria de estefio-plomo
sobre una capa de cobre con la disolucidn desgalvanizadora
écida acuoss de esta invencién., El contacto de los depdsitos
de eleacién de estafio-plomo de las lenglietas se contimia has-
ta que el depdsito de soldadura o aleacién binaria dz estafio-
plomo se disuelve selectivamente a partir del cobre.

Fl contacto de los depdsitos de aleacidn de estafio~
plomo de las lenglietas de contacto de los cuadros de circui-
to impreso se hace usualmente por inmersidn solamente de las
lengttetas de contacto del cuadro de circuito impreso en la
disolucidn desgalvenizadora 4cida, lMenos preferiblemente
el contacto puede efectuarse por pulverizacidn,

Para facilitar lz desgalvanizacidn de la soldadura
o aleacién binaria de estafio-plomo solamente a pariir de las
lenglietas de contacto de los cuadros, las porciones del cua-
dro de circuito impreso que estdn inmediatamente adyacentes
¥ contiguas con las porciones de extremo mis interiores del
cusdro de circuito se blogquean o protegen con una capa de
proteccién continua que es resistente & y no queda afectada

por la disolucidn desgalvanizadora dcida acuosa. Esta capa



1 | Protectora deberfa ser una que fuese ficilmente removible
| manualmente o de otro modo, y se ejemplica por la cinta
Scotch 0 una cinta dieléctrica de los electricistas que es
capaz de resistir y no queda afectada por la disolucidén des=-
5 galvanizadora 4cida.

Una capa delgada de oro se electrodeposita usual-
mente sobre las superficies de cobre expuestas de las lengile-
tas de contacto después de la remocién desgalvanizadora de
1\'aleacidn de estafio-plomo, Cualquier método adecuado de

10 lelectrodepositar el oro sobre el cobre puede utilizarse,
. (preferiblemente después de limpiar y activar el substrato de

cobre. Galvanoplastia por inmersidn o desplazamiento idnico

f

{del oro sobre el cobre en la manera convencional es un méto-
do especialmente adecuado para electrodepositar el oro sobre

15 el cobre de las lenglietas de contacto y se recomienda. Com-
posiciones de galvanoplastia de oro por inmersién pueden ob~
tenerse fédcilmente en el comercio, siendo una de tales com-
posiciones de galvanoplastia de oro la que Se comercializa
como "Atomex" por Engelhard Minerals and Chemicals Corp.,

20 Murray Hill, N. J. La capa de oro delgada es tIpicamente de
grosor de 100-150 micropulgadas (2.540-3.810 milimicrémetros).

Mntes de electrodepositar la capa de oro delgada

sobre el cobre expuesto de las lengietas de contacto, una
capa de barrera delgada de nfquel se electrodeposita usual-

25 mente a y sobre las superficies de cobre expuestas de las
lenglietas., La capa de oro delgada se electrodeposita enton-
ces a y sobre la capa de nfquel., En la ausencia de esta capa
de barrera de niquel intermedia, puede ocurrir interdifusidn
del oro y cobre, y corrosién del cobre cuando hay ﬁoros en

30 1la capa de oro tambidn puede ocurrir con deslustre concomi-

r—nar
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tente del oro que resulta en resistencia de contacto eleva-
da. La capa de nfquel delgada puede electrodepositarse sobre
el cobre por cualquier método adecuado. Un método especial~
mente adecuado de electrodepositar el niquel sobre el cobre
es por electrodeposicién de la manera convencional utilizan-
do un bafio galvenopldstico de Ni acuoso de la siguiente com-
posicidn ejemplar:
,\ ' -
; \ Sulfato de niquelecesssessas240-340
" Cloruro de nfgueleseceseesoes30~60
Acido bOricOeeseesssescescoee30-40
{ La capa de nlquel tiene un grosor tipicamente de 1/10 a 3/10
| de una milésima de pulgada (25,4 micrdémetros).

En el caso de las aleaciones de estafio-plomo des-~
galvanizadas por esta invencidn, las aleaciones de sstafio~-
plome son usualmente aleaciones binarias de estafio-pliomo.

Las eleaciones binarias de estafio-plomo pueden conkener, por
peso, desde aproximadamente 1-99 de estafio, plomo de equi-
librio., La aleacién de soldadura de estafio~-plomo que puede
desgalvanizarse a partir de las superficies de cobre de las
lenglletas o dedos de contacto de borde de los cuadros de
circuito impreso como se describe previamente aqui conten-
drén tipicamente, por peso, aproximedamente 60% de estafio,
plomo de equilibrio., Impurezas imprevistas tembién pueden es-
tar presentes en las aleaciones de estafio-plomo desgalvanigza~-
das por esta invencidn,

DESCRIPCION DE LAS REALIZACIONES PREFERIDAS

Los dcidos mono-, di- y tricloroacético son los
aceleradores preferidos de la presente invencidn, E1l dcido

tricloroacético se prefiere entre dichos dcidos cloroacéticos.
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Cuando el 4cido fluobdrico es un constituyente
de las disoluciones desgalvanizadoras de esta invencidn, el
dcido bérico también es preferiblemente un constituyente de
la disolucidn o bafio desgalvanizador. El dcido fluobdrico
sufre una reaccidn reversible en la disolucién para formar
HF y H3BO3 como se expone en la siguiente ecuacién:

HBF4+3H20524HF+HBBO3

Esta reaccidn reversible no se desea por las razones de que
(1) el HP que se forma se combina con el plomo para formar
el fluoruro de plomo insoluble, es decir, PB+++2HF-anFéJEQH+
¥ (2) el HP ateca el constituyente de vidrio del cuadro de
eircuito impreso epoxidico atacando asi quimicamente el ta-
blero. La adicidn del dcido bdrico hace que la reaccidn de
equilibrioc reversible se desplace hacia la izquierda en la
direccidn del 4cido fluobdérico deseado, es decir, HBFé, sgm
gin la Ley de Accidn de Masas, EL constituyente de dcido
bdriéo, como constrastado con el dcido bdrico de prodaucto
de reaccién de la reaccién reversible, se utiliza natural-
mente en la disolucidn desgalvanizadora en una cantidad su-
ficiente para hacer que la reaccidn de equilibrio reversible
se desplace hacia la izquierda, y se utiliza preferiblemente
como un constituyente en una cantidad dentro del orden de
aproximadamente 1,0-120 g/l, més preferiblemente aproximada-
mente 10-60 g/1. '

Preferiblemente las disoluciones desgalvenizado-
ras de la presente invencién contienen los constituyentes
en proporciones dentro de las gamas de proporcidén siguientes:

Compuesto aromdtico nitro-sustituido
que tiene uno o mds grupos -NO,, unidos

al micleo de anillo eromético y un gru-
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po hidrosolubilizante unido tembién al anillo
aromédtico, por ejemplo, sulfonato de m-nitro-

benceno de S0310sesesvensascsrsascssocsessl5=T75 g/1;

Acido inorgénico capaz de reaccionar con esta-
fio ¥y plomo para formar sales hidrosolubles de
los mismos e incapaz de reaccionar con estafio
y plomo para formar sales hidroinsolubles de

los mismos, por ejemplo, gcido fluobd-

B I‘iCO.o.-...............n.ou...-n».o.75-—300 g/l;

Una tiourea, por ejemplo, tiourea per

Seccuoovo-OOQ-'ccocovcn»-o'c¢oo¢ooo.o.3’?5“"60 g/l,

Acido haloacético en el gue el halo es clo-~
ro 0 bromo, por ejemplo, dcido tricloacé-

ticOl'..O.....0.0.0..0‘.‘.‘.l“.l"ll.3’75”30 g/l;
Agua....'..'."..l.lﬂ..'.Q..'O!l'ﬁo..hast&1 litro

Acido orgénico de la férmula RCOOH en la que
R es 1-2C alkilo o hidrégeno, por ejemplo,
écido fdmico.'..'00..IBIO.‘.O.Q...O.7’5“22’5 g/l;

Log siguientes ejemplos ilustran més le invencidn:
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Ejemplo 1

728
TLOUrCOsasssssssesscoesarvossssssssensasaesin,00
Sal sédica de 4cido sulfénico de
m-NitroLenCeNnt. st sseeessscaossoscscesesssebd,00
Acid0 FluODOIricOssessenssnsssasenansvsnseal50,00
Acido tricloroacéticOsiuiueeesssnescassassseesly50
Acid0 fOTMICOseeerssesonorssersonsscssnssss3D,00

Ag‘lat'."..’......l"OUOQQ'.Il...'.hasta1 litro

Ejemplo 2
&1
TioUreaessessesnvacrsesasasesnsnsssasasesss 5,00

Sal sédica de 4eido sulfénico de
M-nitrobencenOeissvesscessvsessosssenssseessbqd,00
Acid0 FlUObOriCOssseseecassescsssssnsssnesl50,00
Acido tribromoacdticOeiiseeeesccsacsssvanssssT,50
Acido férmicOsescessscscsacersocovssnnveoss’30,00

Anga....'..ll'll.l.'..."l.“..".lhasta 1 litro

Ejemplo 3

&/L

TLOUICas v sveasssonssvsssannssssvasssansvseeel’,00
Sal sédica de dcido sulfénico de

M~NLitrODENCeNOcsserssssesesnsecsssesenseseesbd,00

Acido fluobdricCOssesscssvesssssesassesesss 150,00

Acido monocloroacéticoveieeecrsvecossnsarossl, 50

Acido 8CEtiCOssesssvsessvesersnssncsssacsssl5,00

Agua............n.o-...-......o...hasta 1 litro
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&/,
Tiourea....................a............a......15,00
Sal sédica de #cido sulfénico de
m—nitrobenceno......}....................,.o...64,00
Acido FlUoObOricOeeesessssoassssssasrsensssosessl50,00
Acido DEricOscssssaseseaoransvvscooscvansnencsesly50
Acido 4icloroacéticCOisessvsveansncrescsvocoannasl,50
Acido fOrmiCOceessesnsasnsessrsssosossnososennsse30,00
AZUBecsecsesscsrsasorsresesnscseccssnasta 1 litro.

Ejemplo 5

&/1
T OUI 8 esosssssorusseovosasscoscasoanssoconeseldy0OU
Sal sédica de dcido sulfénico de
M-nitrobencentissvscescsevesveoreossesnonscsaneesdd,)
Acido fluobdriCOsevscsssesssssosscssnassscsoss 150,00
Acido dibromoacéticOeceessersessocoassnscecunensly50
Acido £6TMiCOcassssecesossesosvssessnscanasnssss30,00

Ag‘la".l.."‘..'.QO.’.O'.l""’........hasta 1»1i’tr0

' Ejemplo 6

/1
i OUICBesaroesecorsascsnnseannotocsnvanssassence in,00
Sal sédica de écido sulfénico de
Mm-NitrobeNncenO.vesessscesscsasnsresnssescrerseesbd,00
Acido monobromoacéticOeessesecesssscatesvavenesssT,50
Acido £1UODOTICOM e sensnonacssssscorcrocsacesesl50,00
Acido fOrmicoOeesvesecocsssssoracecsarssonsansese’30,00

Agu.a..Q‘.0(-0'.000.0'004.5‘0'00locvo.ocohast'a ‘! li'tI‘O
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Ejemplo 7
&
P OUTBResessssscccsosssrseosstosassvsvsanavsssesses 195,00
Sal sbdica de decido sulfénico de
M=NitrobeNncenCesesvescassssesssnosnssresensesneabd, 00

Acido triCloroaCétiCOo-.--onoo-c-.onooo.-000oou.7,50

_Acido fluobdriCO...................-......o...150,00
VA ido bd‘rico..'.......‘.".....'...'.".’.......7,50

"Acido propidnico...............................15,00

Agua..............-...................hasta 1 litro

Ejemplo 8
alt

. 1,3*Dimetil‘2—ti0ureaoo-noc.ooooooto-aucoon'0'030,00

Sal sédica de dcido sulfénico de

M=NitrObENCENOsseseenseesnvsssecsssssersessssesbd,U0
Acido tricloroacédticOsiiescerssseroscencsoenveeeeTly R0
Acido fluohOriCOsescvesesessesencsnssssasanses 150,00
ACidO FOYMiCOsesesersvosenscsanscessaserseesces 30,00

Aguall"'.l...'...‘l..0.'...’.'.......'hasta1 1i‘tr°

Ejemplo 9

&1
1,3~Dipropil~2-tiourefevecsessesscsesssvssssass 30,00
Sal aménica de dcido sulfénico de
M-NL1troDeNCEeNOsseecessssctosvsssnssanvsarsessassbd,00
Acido tricloroacélticOiieecesecesssssassnssaanaesT,50
Acido FlUOhOTriCOessesssssvassessssssccossnnnasln0,00
Acid0 fOrmicCOsscecnssnscconossossnsnssanssssnsas 30,00

Agua.«o.«..o~...e...o....a.....-......hasta 1 litro
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Ejemplo 10

&/1
Tiourea de fenilosssssesvesavoverscocsosenceaeee 30,00
Sel sédica de &cido sulfénico de
M-Nitrobencentisssecessesscsesssnevesosascsasesbd,00
Acido tricloroacéticOeeectssssacccvctsosooenanss? 50
hcido fluobSricOsessossescessensosenssoscsassss 150,00
ACido FOrmMiCOssseasssssceesnsasnsasscancsnecnas30,00

Agla..o..l‘l....l.'."DOCOOOQOOCCCOQOQhaS‘ta1 1i.tr°

Ejemplo 11

pvan
Tioureg de fenilovearsesescnsvancsvecnsrosaenns 30,00
Sel sédica de deido sulfdnico de ’
m-Nitrobencent..icsecesvssosssavesorssasncsssesabd,00
Acido tribromoacéticOissivecsvasrscecoscororsessealyid
Acido fOrmicOeesessensessonsovecossosnnsnnceaes 30 00
Acid0 flUuobOriCOisecsssssosssanssescsecssaassss 150,00

A@la.....'..‘."..C..".'.'.Il'.‘OQOO'QhaSta’1 litro

Eiemplo 12

' &1
TiOUICEs eessossasasssesessasscasssssssssnsonses 15,00
Sal aménica de dcido sulfdnico de
m-nitrobeceno.cerisesesensrsseeseveccrsncoscosssesabd,00
Acido tricloroacéticOiesesercssssccosscnssnsessel 50
Acido fluobdricCOissevessasscrsscaransseseassess 150,00
Acido fOrmicCO.esersvesesssresscersecrsonsssnsss 30,00
AcidOo DOriCOsesrsessessnssessarvossnansovossnseel 50

Ag‘la.“l....‘00.0.t.OOIOOOQCUQOOChU'VQ'haSta1litro
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1! Ejemplo 13
: | "
L OUTEEe t 06 ssssasraserssoensacrannecnnconnssssTy50
Sal sfdica de dcido sulfdnico de

5 menitrobencenOeecsesesssssessassnsesvesssesnnse 30,00
Acido tribromoacéticOseresssssscssssscscconsseneTy50
Acido sulfémico........................;.......75,00
Acido TOrmiCOueesaantescccassansvosannsrenssesaely’l

ngla.................-........-........hasta 1 litro

: 10 Ejemplo 14
/ ' ) 7%
‘1’B_Dietil-Zntiourea...................-¢.'....30,00

!Sal sédica de dcido sulfdnico de

m—nitrdbenoeno.................................64,00

15 Acido tricloroacéticOressesvesssessesessessseesa? 50
Acido flUuobOriCOesesesecesasssasenssosensseses150,C0
Acid0 TOXMiCOcvessescorsoesocsosrscscsasvsncees’30,00
AC130 DOTiCOssesesncsssasssocossosssssscasssanseal,yhl

Agua...................-......-.....u}.hasta 1 litro

20 Eicemplo 15
7%
TiOUr@leccvnoeevessoessncssassscensssssossessns 15,00
Sal sédica de dcido sulfénico de
M-NitroDENCeNOccesrassesvsessscncssnsvssncssesnssbd,00
25 £cido £1U0SilTCiC0usecssssesseeassssansonenses 150,00
Acido fOYMiCOseeveannessersssavsnossssasncasses30,00
Acido tricloroacéticOseisesssseesosescossasensaal 50

Aguan.san..eu.....o..;...o....‘........hasta 1 litro
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Ejemplo 16

&1
Tiourea de £eNilossessseseercevseersenssansnnes30,00
Sal sédica de 4cido sulfdnico de
M=-Nitrobencentessrseeessasscosssrssssrsrssacveasbd,00
Acido tribromoacéticCOsceesersssnssoscsoncoasnnsel 0
Acido fluosilicicOsesoessnsrssnoecaresonesaess150,00
ACid0 £OIMLCOcesssrssrssassrvassoscssssessssess30,00
AEUBeesseensressaesenssscassssesescsssshasta 1 1itro
| - Ejemplo 17 _

g/l

: 1)3—Dimetil—2—tiourea..-.-..-....o....--“eco..BO,OO

' Sal amdénica de 4cido sulfdnico de

M=NLitrobenceno.esesesassosesessesvassrasascseosebd,00
Acido dicloroacétiCOcecessesccescassessssonaceselyhO
Acido fluosSilicicCOeeesscsrsereosascrsseascnossal50,C0
Acido fOYrmMiCOvececvasressvescssscccscnnsasscesse’0,0C0

Agua...00."..‘.0......'.Q.....'O..‘...h&sta1 litro

Se realizaron pruebas comparando bafios desgalva~
nizadores que contenfan un 4cido haloacético segin la pre-
sente invencidn con bafios no de la invencidn que no conte-
nfan un dcido haloacético, para desgalvenizar depdsitos de
goldadura de estafio-plomo & partir de cintas epoxidicas cha~
padas de cobre, bajo las siguientes condiciones y empleando
los siguientes bafios:

Condiciones de Bafio de Operacidn

1. Temperatura: 75°F (23,9°0)

2.'Agitaci6n: Ninguna

3. Volumen de disolucidnil litro
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Huestras a desgalvanigarse

Piezas epoxfdicas chapadas de cobre de

1 pulgada (25,4 mm) x 1 pulgada (25,4 mm) x
0,125 pulgada ( 3,17 mm ) electrodeposita-
das con 1,0 milésima de pulgada (25,4 micré-

metros) de soldadura de estafio-plomo (60/40)

nisoluciones desgalvanizadoras

Rafio n? 1
" 2L
Constituyentes
Tiourea 15,00
Sulfonato de na ' metanitro-
Benceﬁo 64,00
Acido férmico (90%) 30,00
HBF, (48%) 150,00
Acido monocloroacético 7,50
Hy0 . hasta formar 1 litro
Baflo n? 2
£/
gonstituyentes
Tiourea 15,00
Sulfonato de na ' metanitro-
benceno 64,00
Acido férmico (90%) 30,00
HBF, (48%) 150,00
Acido tricloroacético T450
Hy0 hasta formar 1 litro
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Bafio 7i? 3
Constituyentes g/l
Tiourea 15,00

Sulfonato de na ° pmetanitro-

benceno 64,00
Acido férmico (90%) 30,00
HBF, (48%) 150,00
Hy0 ) haste formar 1 litro

" Baflon? 4
Constituyentes g/l
Tiourea 7,50

Sulfonato de na = metanitro-

benceno 30,00
Aeido férmico (90%) 15,00
Acido sulfémico 75,00
Hy0 hasta formar 1 litre

Los bafios n? 1 y n? 2 segun esta invencidn desgalvanigzaron
completamente la soldadura de estafio-plomo a partir del subs-
trato de cobre en 3 3/4 minutos y 3 minutos respectivamente,
Sin embarge, el Baflo n¢ 3 no de esta invencidn requirié

10 minutos para desgalvanizar completamente la soldadura

de estafio-plomo a partir del substrato de cobre; y el Bafio
n? 4 no de esta invencidn no habia desgalvanizado completa-
mente la soldadura de estafio-plomoe a partir del substrato de
cobre en 10 minutos, permaneciendo todavia después de 10 mi-
nutos un depdsito de soldsdura de estafio~plomo de grosor .
superior a 0,0001 pulgada ( 06,0025 mm).,

En reswmen, la Patente de Invencién que se solici-
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ta deberd recaer sobre las siguientes:

REIVINDICACIONES

1. Mejoras introducidas en un procedimiento para
la preparacidén de una disolucidén acuosa 4cida para desgal-
vanizar selectivamente soldadura de estafio o de aleacidn
de estaflo-plomo a partir de un substrato de cobre, que con-
sisten en combinar en un medio acuoso un compuesto aromati-
co nitro-sustituido que tiene al menos un grupo --NO2 unido
al anillo aromético y un sustituyente hidrosolubilizante
unido también al anillo aromédtico, un &cido inorgénico ca-
paz de reaccionar con estafio y plomo para formar sales hi-

drosolubles de los mismos, una tiourea para evitar medepo-

sicidén de estado desgalvanizado sobre el substrato dz cobre, y

un &cido orgénico de la formula RCOOH en la que R es i-2C al-

kilo o un atomo de hidrbégeno y en combinar la disolvr~idn acuo-

sa con una cantidad efectiva de un &cido haloacético en el
que el halo es ¢loro o bromo.

2. MeJoras segOn la reivindicacibn 1, en lgs que
el &cido haloacético estd presente en una canbtidad dentro
del orden de 1 a 120 g/1, preferiblemente dentro del orden
de 3,75 a 30,0 g/1.

3. Mejoras segin la reivindicacidén 1 o la reivin-
dicacibén 2, en la que los constituyentes estan presentes en
proporciones dentro de las sigulentes gamas de proporcidn:

Compuesto aromAtico nitro-sustituido que

tiene uno o mas grupos —N02 unidos al ntcleo

de anillo aromadtico y un grupo hidrosolubili-

A

zante unido también al anillo aromatico...0,1-180 g/l

Acido inorgénico capaz de reaccionar con
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estatio y plomo para formar sales hidro-
SOlubleS de 105 mismos...........a..;..3—500 g/l

Una tioureaooo!coooeootooco--ooo--uo-0,1-220 g/l

Acido haloacético en el que el halo

es ClOI‘O [0} bromo-...--.'00000c00'000.0.1"120 g/l
Acido orgdnico de la férmula RCOOH

en la que R es 1-2C alkilo o hidré-

genoﬂtll.'..‘.‘.ﬁﬂ'...CQ..0.0.Q..O.'..'1-120 yl

Agua......-.....a............-.-......10-990 g/l

4, Mejoras segfin la reivindicacidn 1 o la

reivindicacidn 2, en las que los constituyentes estén presen~

tes en proporciones dentro de las siguientes gamas de pro-

porcidn:

Compuesto aroméfico nitro-sustituido que

tiene uno o més grupos -NO, unidos al

micleo de anillo aromdtico y un grupo
hidrosolubilizente unido también &l

aNillo aromiticOeececseacssveassesassss15=75 &1

Acido inorgénico capaz de reaccionar
con estafio y plomo para formar sales

hidrosolubles de LOS MiSMOB.eeecooenesT5=300 g/1

Una tiourea..............o.....o-...o3,75—60 3/1
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Acido haloacético en el que el halo

es 0101'0 0 bromo....-.......... ..... .a5,75-50 g/l

Acido orgénico de la fdérmula RCOOH
en la que R es 1-2C alkilo o hidrd-
13 1 T ...7,5-22,5 g/1

AgUBe et eetinenoencacarsennssssesnsaaseasnasta 1 litro
-\\

: \. 5. Mejoras segin cualquiera de las reivindicacio-
nes precedentes, en las que el &acido haloacético ec un aci-
do cloroacético.

6. Mejoras segin la reivindicacidn 5, en las que
el Acido cloroacético es &cido tricloroacético.

7. Mejoras segin cualquiera de las reivindicacio-
nes precedentes en las que el acido inorgénico es un Acido
inorgénico que contiene fléor, la tiourea es tirourea per
se, y el &cido orgénico de la f6é6rmula RCOOH es é&cido fér-
mico.

8. Mejoras seglin la reivindicacidn 7, en las que
el acido inorgénico que contiene fllor es Acido fluobdrico.

9. Mgoras segin la reivindicacibn 7, en las que
el acido inorgénico que contiene flior es Acido fluosili-
cico.

10. Se reivindica por 1ltimo como objeto sobre
el que ha de recaer la patente de invencidén que se soli-
cita: MEJORAS INTRODUCIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PARA TA
PREPARACION DE UNA DISOLUCICN ACUOSA ACIDA PARA DESGAI-
VANTZAR SELECTIVAMENTE SOLDADURA DE ESTASO O DE ALEA-

CION DE ESTARO-PLOMO.

»
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Todo conforme queda descrito y reivindicado en
i la presente memoria descriptiva que consta de veinticua-
i

2 tro paginas mecanografiadas.

t

* Madrid 13 de agosto de 1975
BERVARDO UNGRIA
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